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(54) Verfahren zum Hersteilen eines obeiUachenmontterbaren Opto-Bauelements 



(57) Ein oberflachenmontierbares Opto-Bauele- 
ment soil flexibel eingesetzt werden kOnnen. Das Opto- 
Bauelement besrtzt wenigstens einen Grundkdrper (1), 
der mit Hilfe einer BestOckvorrichtung automatisch 
bestuckbar ist und mindestens einen optischen Sender 
und/oder EmpfSnger (8) enthait. Das Opto-Bauelement 
weist wenigstens eine optische EInrlchtung (9) zur For- 
mung des abzustrahlenden und/oder zu empfangenden 
Uchts auf. Justierhilfen (2-4, 1Q, 11. 12, 15. 22, -26, 28) 
dienen zur justierten Befestigung der wenigstens einen 
optischen EInrlchtung (9). 
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Beschreibung 

[0001 1 Die Erf indung faetrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen eines oberfidchenmontierbaren Opto-Bauele- 
ments. s 
[O0O2] . SMD (Surface Mounted Devices) steht fur 
eine neue Aufbautechnik von Rachbaugruppen. Es 
umfaBt sowohl eine neue Art der Verarbeitung der Bau- 
element, namlich die Oberfiachenmontage, als auch 
eine neue Generation von Bauelementen. die zu der io 
neuen TechniK passen mussen. 
[0003] Die Oberf lachenmontage wird die herkOmm- 
iiche Technik der Einsteckmontage mehr und mehr 
ablOsen. Oberfldchenmontage heiOt. daB unbedrahtete 
Baueiemente anstelie von bedrahteten auf eine Lerter- is 
platte Oder auf ein sonstiges Substrat gebracht werden. 
Mit SMD kOnnen weitere Vorteite genutzt werden: Die 
Rachbaugruppen werden bis zu 70 % kteiner, die Ferti- 
gung wird rationeller. die Zuveriassigkeit wird grOBer. 
[0004] Die oberfldchenmontierbaren Baueiemente 20 
sind dann wirtschaftlich zu venwenden. wenn sie in 
BestOckautomaten verarbeitet werden. Die Vorf eile der 
Oberf iachenmontage sind urn so grOBer, je besser Bau- . 
elemente. Leiterplatten-Layout automatische Bestuk- 
kung. LOttechniK Prufen atifeinander abgestimmt sind. - ss 
[0005] Oberfiachenmontierbare Opto-Bauele- 
mente sipd aus EP-A-0 083 627 bekannt Dabei ist in 
einer Vertiefung eines Substrats aus Keramikmateriai 
ein optoelektronischer HaibletterkOrper angeordnet. 
Ober dem HalblerterkOrper ist eine aus Epoxidharz 30 
bestehende lichtdurchiassige Schicht mit domartiger 
WOllxing angeordnet. Dieses bekannte Bauelemenl ist 
im wesentiichen f Or Display-Anordnungen gedacht Bei 
einer solchen Dispfay-anordnung ist Ober dem Bauele- 
ment ein Reflektor angeordnet, der auf einer Leiter- 35 
platte mittels Justierhiifen positioniert ist 
[0006] DarQberhinaus ist aus EP-A- 0230 336 ein 
optoelektronisches Bauelement bekannt. bei dem Dber 
einer auf einem Substrat angeordneten LED eine 
Kugelfinse angeordnet ist. Die Kugellinse ist in einem 
ringfOrmigen Abstandhafter eingefaBt. der auf dem 
Substrat befestigt ist und die LED umschleiBi 
[0007] Der vorliegenden Erfindung iiegt die Auf- 
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen eines 
oberfldchenmontiert>aren Opto-Bauelements anzuge- 
ben, das kostengunstig ist und mit dem es mSglich ist. 
Baueiemente herzusteilen. die auf den handelsublichen 
BestOckautomaten der SMD*Technik verarbeitbar sind. 
[0008] Weiterhin soli das Opto-Bauelement f lecibel 
einsetzbar seln. d. h. gletche GrundkOrper sollen mit 
unterschiediichen optischen Einrichtungen versehen 
werden kOnneri und umgekehrt. AuBerdem soli dieses 
optoelektronische Bauelement eine hohe Positionierge- 
nauigkeit zwischen dem GrundkOrper und der opti- 
schen Einrichtung ermOglichen. 
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemdB durch 
ein Verfahiren mit den Merkmalen des Anspruches 1 
gelOst. 



[0010] Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen, der Beschreibung und 
den Zeichnungen angegeben. 

[0011] Bei der vorliegenden Erfindung ist es mOg- 
iich, daB eine optische Einrichtung zur Formung des • 
abzustrahlenden und/oder zu empfangenden Lichts so 
auf dem Grundk6rper aufliegt, daB zwischen der opti- 
schen Einrichtung und dem GrundkCrper se'rtlich prak- 
tisch kein Licht vertdren geht. 
[001 2] Bei der vorliegenden Erf iridung werden Sen- 
der- und/oder Empfanger in Vertiefungen des Grund- 
kdrpers angeordnet. Dadurch wird ein Obersprechen 
zwischen verschiedenen Sendern auf einer Leiterplatte 
Oder auf einem Substrat, auf dem miehrere GrundkOrper 
angeordnet sind. vermiedert Eine solche Vertiefung 
kann in einfacher Weise als Reflektor ausgebildet wer- 
den. 

[0013] Wenn ein Empfanger in einer Vertiefung 
angeordnet wird, so ist das Nutz-StOr-Signal-Verhaltnis 
deutlich verbessert wegen der verringerten Seitenlicht- 
Enpfindlichkeit. 

[0014] ' Da bei der vorliegenden Erfindung der 
GrundkCrper keine domartige Wdlbung an seiner Ober- 
fiache aufweist, ist er mit HiHe einer herWJnrurtichen 
SMD*BestOckungsvorrichtung genauer posStionierbar. 
[0015] Auch die Positioniergenauigkisit zwischen 
.Grundk6rper und einer optischen Einrichtung ist bei 
dem nach der vorliegenden Erfindung hergestelKen 
OptO'Bauelemem grOBer als die Positioniergenauigkisit 
eines Refleklors bezuglich des bekannten Bauele- 
ments. welches die bekannte domartige WOIbung an 
seiner Oberfldche aufweist. Daraus ergeben sich kon- 
stantere Auskoppelverhaitnisse uiid ein besserer Bn- 
druck beim Betrachter. 

[00161 Vorteilhaftenweise besitzt der Grundkfirper 
eine im wesentlrchen plane Oberfldche, was fOr die 
BestOcktechnik gQnstig ist 

[001 7] Vorteilhaftenweise sind sowohl im GrundkOr- 
per als auch in der optischen Einrichtung Justierhiifen 
angefbrmt. beispielsweise in Form von Zapfen. Klam- 
mern, Nuten. Bohrungen. Vertiefungen, die auch zur 
Befestigung der optischen Einrichtung am GrundkOrper 
dienen. 

[0018] Es kann eine einzigd optische Einrichtung 
45 fur mehrere GrundkOrper vorgesehen sein. Urhgekehrt 
kSnnen mehrere optische Einrichtungen fur einen 
GrundkOrper verwerKiet werden. 
[001 9] Die Erfindung ermfiglicht die Herstellung von 
oberfiachenmontierbaren Opto-Bauelemeriten mit 
50 variabler Optik bei geringem Herstellungsaufwand, Fur 
jede Variation in der Optik muBte beim Stand der Tech- 
nik ein extra angepaBtes Gehause hergestellt werden. 
Dies erfordert hohe Investitionen im Bereich der End- 
montage, insbesondere bei der BauteilumhOllung. 
55 . Zusatzlich engen die MontagemOglichkeiten der SMD- 
BestOckautomaten die Gestaitung der Optik ein. 
[0020] Die Erfindung ermOglicht die Herstellung 
oberflachenmontiertarer Bauformen (Grundbauele- 
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mente). die kostengOnstig herstellbar. aiif den handels- 
ublichen Bestuckautomaten verarbeitbar sind und bet 
denen es mdglich ist. daB erst nach dem Monat^ge- 
und LOt-ProzeB diese Grundbauelemente mit einer dem 
jeweiligen Anwendungsfall angepaBten Optik gekoppelt 
werden. 

[0021] Durch die Trennung von Grundkfirper und 
Optik (optischer Einrichtung) wird die Anzahl der Bau- 
formen stark reduziert. Die hohen Anforderungen, die 
an ein SMD-Bauelement bezOglich der Morltierbarkeit 
und der Lfitbarkeit gestellt werden. sind mit einem Bau- 
element nach der Erfindung sicherer zu realisieren. Die 
Gestaltung der Optik kann hinsichllich Design und 
Materialauswahl wesentlich besser an den jeweiligen 
Anwendungsfall optimiert werden. 
[0022] Das Grundbauelemerit (der QrundkOrper) 
enthdit die optischen Sender und^oder Empfanger. Bei 
optischen Sendern ist es vorteilhaft. die Halbleiterbau- 
elemente in einem Reflektor zu montieren. Dieser 
Ref lektor kann entweder als Praguftg in einem Metall- 
trager oder durch UmhQIIung mit einem reflektierenden, 
gegebenenfalls hochreflektierenden, Kunststoff ausge- 
bildet werden. Eine Kombinatran aus Prdgung in einem 
Metalltrager und Umhflllung mit einem reflektierenden 
Kunststoff ist ebenfalls mOglrch. Die AuBenform der 
Bauefemente ist so gestaltet. daB die fOr die BestOck- 
technik gunstige, im wesentliche plane Oberfiache des 
Grundk6rpers yorhanden ist und daB zusStzlich fur die 
Verbindung des GrundkOrpers mit der Optik im Grund- 
kOrper Justierhilfen angeformt sind. 
[0023] Die Optik (die optische Einrichtung) wird 
nach dem jeweiligen Anwendungsfall gestaltet (desi- 
gned). Es lassen sich Opto-Bauelemente mit engen 
Oder weiten Abstrahl- bzw. Empfangs-Charakleristiken 
realisieren. Bei Venvendung von Umlenkeinrichtungen 
in der optischen Einrichtung kann die Sende- oder 
Empfangsrichtung um einen Winke!. beispielsweise um 
90^ gedreht werden. Dadurch ist es mOglich, daB sich 
sogenannte Side-Looker-Baufbrmen erObrigen. Bei 
Side-Looker-Bauformen blickt der Sender bzw. der 
Empfanger des Bauelements in eine Richtung parallel 
zur Oberfiache des Substrats. auf dem das Bauelement 
angeordnet ist 

[0024] Wird anstelle einer Linsenoptik mit Hilfe 
einer optischen Einrichtung ein Lichtwellenleiter adap- 
tiert, so erhaft man ein SMD-fahiges Uchtwellenlei-^ 
ter(LWL)-Bauelement. 

[0025] SMD-Bauelemente sind aus EP-A-0 218 
832, aus DE-A-32 31 277 und aus der PCT-Patehtan- 
meldung WO-A-85/01634 bekannt. 
[0026] Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
Zeichnung naher eriautert 

FIG 1 zeigt schematisch mOgliche GrundkOrper. 

FIG 2 und 3 eriautern die Herstellung von Grund- 
kdrpern. 
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FIG 4 bis FIG 23 zeigen mCgliche Ausfuhrungsfor- 
men von Opto-Bauelemehten. 

[0027] FIG 1 zeigt schematisch m6g!iche AusfQh- 
rungsformen f Or GrundkOrper 1. Die GrundkOrper 1 ent- 
halten mindestens eine Vertiefung 5. in der optische 
Sender und/oder optische Empfanger angeordnet sind. 
Diese Vertiefungen kOnnen vorteilhafteiweise bei opti- 
schen Sendern als Reflektoren ausgebildet sein. Die 
10 Vertiefungen 5 sind vorteiihaftenfl/eise mit Kunststoff, 
beispielsweise mit GieBharz vergossen. Diejenige 
Oberfiache des GrundkOrpers 1, die von demjenigen 
Substrat. auf das der GrundkOrper 1 montiert wird. 
abgewandt ist, ist im wesentlichen plan. Dies bedeutet, 
15 daB die plane Oberfiache von einer Vorrichtung zum 
BestOcken von Bauelementen automatisch und mit 
hoher Taktgeschwindigkeit angesaugt werden kann. 
Daher kOnnen GrundkOrper 1 mit einer planen Oberfia- 
che sehr rasch und sehr prazise auf einem Sut)strat. 
20 beispielsweise auf einer Leiterplatte. positioniert wer- 
den. Die GrundkOrper 1 kOnnen zur besseren Justie- 
rung der optischen Einrichtungen auf diesen 
GrundkOrpem 1 mit Nuten 2. Bohrungen 3 oder Zapfen 
4 versehen sein. Daruber hinaus sind eine Fulle von 
25 weiteren Justierhilfen zur Befestigung von optischen 
Einrichtungen bezOglich der GrundkOrper 1 mOglich 
und dem Fachmann zugangiich. 
[0028] FIG 2 und 3 eriautern die Herstellung von 
GrundkOrpern 1. Die elektrischen AnschlusseB. 7 wer- 
30 den wahrend des Aufbrihgens des HalWeiterkOrpers 8 
und der Bond-Draht-Verbindung zwischen dem HsJblei- 
terkdrper 8 und dem elektrischen Anschlufi 6 in soea- 
nannter Leiterrahmen-Technik (lead-frame-TechiiiiO 
zusammengehalten. Erst nach Herstellung der Band- 
35 Draht-VertDindung werden der HalbleiterkOrper 8. der 
Bbnd-Draht und Teile der elektrischen Anschlusse 6, 7 
mit Kunststoff wie z. B. Duroplasten oder Thermopla- 
sten umpreBt oder umgossen. Es kann auch zuerst der 
Leiterrahmen (lead-frame) mit Kunststoff. beispiels- 
40 weise mit Thermoplast umspritzt werden. und erst 
dann im Inneren der Vertiefung 5 ein HalbleiterkOrper 8 
angeordnet werden, SchlieBlich kann die Vertiefung 5 
mit GieBharz ausgegossen werden. In der UmhQIIung 
des GrundkOrpers 1 kOnnen Justierhilfen wie z. B. Boh- 
45 rungen 3 vorgesehen sein. Die elektrischen Anschlusse 
6. 7 kOnnen in dem Bereich, in dem sie aus der Umhul- 
lung des GrundkOrpers 1 herausragen. so gebogen 
sein. daB sie v«e bei FIG 2 von der Umhullung des 
GrundkOrkOrpers 1 wegschauen. oder daB sie wie bei 
50 FIG 3 nach unten zur Mitte der Umhullung des Gn,fnd- 
kOrpers hin g^gen sind. 

[0029] FQr den GrundkOrper 1 werden bei der Erfin- 
dung nur wenige Gruhdformen benOtigt. AuBerdem ist 
Kunststoffmaterial, das die bei der Oberfiachenmon- 
55 tage auftretenden hohen Temperaturen und sonstigen 
Belastungeri aushait, nur in geringem Umfang erforder- 
lich. FOr die Umhullung des GrundkOrpers 1 kOnnen alle 
SMD-fahien Materiaiien verwendet werden. Fur die 
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Umhutlung des QrundkOrpers 1 kann beispielsweise 
LCP (Liquid Crystal PoIymer)-Material verwendet wer- 
den. Obwohl nur wenige Grundformen 1 benfitigt war- 
den, ermOglicht die Erfindung eine groBe 
Gestalturigsfreiheit be! der Ausgestaitung von Opto- 
Bauelementen. 

[0030] Wird ein Thermopiast fur die Umhullung des 
GrundkOrpers 1 verwendet. so halt dieser.Kunststoff die 
ublichen Lfit-Temperaturen zwischen 200 und 280** C 
aus, 

[0031] FIG 4 bis 23 erldutern mdgliche AusfOh- 
rungsformen von Opto-Bauelementen nach der Erfin- 
dung. FIG 4 zeigt einen Grundkdrper 1 mit einem 
optischen Sender 8 in einem Reflektor 5. In Bohrungen 
3 des GrundkOrpers 1 sind Zapfen einer optischen Eln- 
richtung 9 eingesteckt. Die optische Einrichtung 9 ist mit 
diesen Zapfen einstOckig ausgebildet. Als optische Ein- 
richtung 9 kOnnen VollguB-KOrper Vennrendung finden. 
Als optische Einrichtung 9 kOnnen beispielsweise Glas- 
Irnsen mit einem bestimmten Brechungsindex verwen- 
det werden. Als optische Einrichtung 9 kCnnen jedoch 
auch sonstige Einrlchtungen venvendet werden, cGe 
das von den optischen Sender bzw. optischen EmpfSn- 
ger 8 ausgehende bzw. empfangene Licht in irgendei- 
ner Weise formen, bOndeln oder gestaiten. Die 
Erfindung ermdglicht es, fur die optische Einrichtung 9 
ein Material zu venwenden. daB nicht unbedingt auf 
Dauer hohe Tenrperaturen aushalten kfinnen muB. Bei- 
spielsweise kann fOr die optische Einrichtung 9 Polycar- 
bonat (fOr Linsen glasklar oder fur Display weiB gefullt) 
verwendet werden. FOr die optische Einrichtung 9 kann 
auch ein preisgunstiger Kunststoff wie Pocan (Polytxjty- 
len-terephthalat) Verwendung finden. Solche Kunst- 
stoffe halten t)eispielsweise eine Dauertemperatur bis 
zu 150*' C aus. 

[0032] Die optische Einrichtung 9 in FIG 4 ist bei- 
spielsweise als Sammellinse ausgefuhrt. Dabei wird 
paralleles Ucht in gebOndeltes Lk:ht umgewandett und 
umgekehrt Durch Gestaltung von Vertiefung (Reflektor) 
5 und/oder optischer Einrichtung 9 kann eine Viellalt 
von Abstrahl- und/oder Empfangs-Charakteristiken 
erzielt werden. So kann fur jeden beliebigen Anwen- 
dungsfall die dafur am besten geeignete Gehausefomn 
bei Venwendung von nur einigen wenigen GrundkOrpern 
1 hergestellt werden. 

[0033] FIG 5 zeigt ein Opto-Bauelement bei dem 
die optische Einrichtung 9 so gestaltet ist. daB das vom 
optischen Sender und/oder optischen Empfanger 8 
ausgehende bzw. empfangene Licht urn 90° umgelenkt 
wird, Dabei weisen die Uchteintritts- und/oder Uchtaus- 
trittafiachen der optischen Einrichtung 9 reflektierende 
Kurven und linsenfOrmige Kurven auf. Solche Abstrahl- 
bzw. Empfangscharakteristiken sind in DE-GM 85 00 
013.2 (US-Patent 4.638.343) beschrieben. 
[0034] In FIG 5 ist die optische Einrichtung 9 mit 
Klammern 10 einstOckig ausgebildet. Die Klammem 10 
finden Halt in Kerben oder Nuten des Grundkfirpers 1. 
[0035] FIG 6 zeigt an Opto-Bauelement mit einem 



GrundkOrper 1 , bei dem in einer Vertiefung 5 ein Halb- 
leiter-Detektor angeordnet ist. Die optische Einrichtung 
9 besitzt an ihrem auBeren Rand einen Vorsprung, der 
auf Kerben 1 1 des GrundkOrpers 1 aufgesleckt wird. 

s [0036] Der Grundkdrper 1 kann auch aus einem 
anderen Material als aus Kur^tstoffmaterial hergestellt 
sein. Der Grundk6rper 1 muB nicht notwendig eine 
plane Oberf lache zur optischen Einrichtung 9 hin auf - 
weisen. Die optische Einrichtung 9 kann in einfacher 

10 Weise so gestaltet sein, daB sie so auf den GrundkOr- 
per 1 aufgesetzt witd. daB seitlich zwischen GrundkOr- 
per und optischer Einrichtung praktisch kein Ucht 
austreten kann. 

[0037] Die FIG 7 und 8 zeigen Display-Bauele- 
15 mente, bei denen unterschiedliche /Vnzahlen von Sen- 
dern und/oder Empfangern 8 in mehreren Vertiefungen 
5 angeordnet sind. Die Strahlformung kann bei der vor- 
liegenden Erfindung generell so gestaltet sein. daB 
sowohl durch die Formgebung der Vertiefungen 5 als 
20 auch durch die Ausbildung der optischen Einrichtung 9 
jeweils ein Beitrag zur Strahlformung geliefert wird. In 
FIG 7 besitzen die Vertiefungen 5 relativ Weine Offnun- 
• gen. Diese relativ Weinen Offnungen der Vertiefungen 5 
werden durch sich nach oben hin aufweitende Offnun- 
25 gen 14 innerhalb der optischen Einrichtung 9 optisch 
zusfltzlich aufgeweitet. 

[0038] Der GrundkOrper 1 ist in FIG 7 auf einem 
Substrat. beispielsweise auf einer Leiterplatte 13. b^e- 
stigt Die optische Einrichtung 9 besitzt dabei Klammern 

30 12. die in Gffnungen des Sut>strats 1 3 befestigt werden. 
[0039] In FIG 8 besitzt die optische Einrichtung 9 
Klammern 15, die in Kerben des GrundWJrpers 1 ein- 
schnappen. In FIG 8 besitzt die optische Einrichtung 9 
Offnungen 16. die die Offnungen der Vertiefungen 5 in 

35 GaindkOrper 1 optisch nicht zusdtzlich aufweiten. 

[0040] FIG 9 und 1 0 zeigen eine schematische Dar- \ 
stelfung eines LED-Arrays. Bei diesem 3x3 LED-An-ay 1 
sind auf einem Sutjstrat 13 neun GrundkOrper 1 bete- | 
stigt. Die optische Einrichtung 9 besteht dabei aus neun ! 

40 Linsen 17. Die neun Linsen 17 sind Ober Stege 18 ein- 
stOckig miteinander verbunden. Die optische Einrich- 
tung 9 besitzt Klammern 12, mit denen sie am Substrat 
13 befestigt wird. Ober jedem GrundkOrper .1 befindet 
sich eine Linse 17. 

45 [0041 ] FIG 1 1 zeigt ein Opto-Bauelement, bei dem 
drei Grundkfirper 1 nebeneinander angeordnet sind. 
/\uf diesen drei GrundkOrpern 1 ist eine optische Ein- 
richtung 9 aufgebracht. Dabei befindet sich Ober zwei 
Sendern und/oder Empfangern jeweils eine Linse 17. 

50 wahrend Ober einem dritten Halbleiterbauelement eine 
Leuchtfiache 19 angebracht ist Eine sotehe Leuchtfia- 
che 19 mit zugehOrigem Halbleiterbauelement ist bei- 
spielsweise in DE-GM 87 13 875.1 beschrieben. Die 
Umhullung des zugehOrigen Halbleiterbauelements 

55 weist dabei eine als Konkavlinse ausgefOhrte Lichtaus- 
trittsfiache zur Abstrahlung von Licht in einen mOglichst 
gro8en Raumwinkel auf. Die Leuchtfiache 19 besitzt 
dabei die Eigenschaft einer Streuscheibe. 



4 



7 



EP1 022 787A1 



8 



[0042] FIG 12 zeigt einen einzelnen GrundkOrper 1 
mit zwei Vertiefungen 5. Ober der ersten Vertief ung 5 ist 
eirie Unse als optische Einrichtung 9 angebracht. Ober 
der zweiten Vertief ung 5 Ist eine Einrichtung 20 zur 
Erzeugung einer lOsbaren Faserverbindung ange- 
bracht Die Vorrichtung 20 stelH praktisch einen Uchtlei- 
terverbinder dar. Die Vomchtung 20 ist auf einem 
Lichtwellenleiter 21 aufgebracht. Ein Opto-Bauelement 
mit einem LJchtleiterverbinder kann fOr einen Teilneh- 
merahschluB bei einem faseroptischen Kommunikati- 
onsnetz Ven^^endung finden. Ein solches Opto- 
Bauelement mit einem Lichtleiter-Verbinder kann auch 
bei sonstigen faseroptischen Systemen wie beispieis- 
weise in Automobilen eingesetzt werden. Im GrundkOr- 
per 1 kOnnen selbstverstSndlich auch integrierte 
Schaltungen Venwendung finden. Eine Einrichtung 20 
kann selt)stverstandlich auch mit Klammern an einem 
Grundk6rper 1 befestigt werden. 

[0043] Eine Einrichtung nach Fig 12 erQbrigt das 
Bereitstellen eines Hafteriingsteiles zum Einstecken 20 
eines Uchtleiters. Dadurch kann auf eine zusStzliche 
Positioniertoleranz fur das Einstecken eines Uchtleiters 
verzichtet werden. Dadurch ist eine zusatzliche Miniatu- 
risierung bei einem Opto-Bauelement mit einer Einrich- 
tung 20 mOglich. gs 
[0044] In einer einzigen Vertiefung 5 k6nnen 
sowohl optische Sender als auch optische Empfanger 
als auch integrierte Schaltungen angeordnet werden. 
[0045] FIG 13 und 14 zeigen einen GrundkOrper 1 
und zugehOrige optische Einrichtung 9. Ein GrundkOr- 30 
per 1 nach FIG 13 gehOrt zu einer sogenannten 7-Seg- 
ment-Anzeige. Ein solcher GrundkOrper zeigt sieben 
Lichtschdchte 23. Der GrundkOrper 1 besitzt auSerdem 
Zapfen 22 zum Befestigen der optischen Einrichtung 9 
von FIG 14. 35 

[0046] Ober mehreren GrundkiJrpern 1. welche 
nebeneinander auf einem Substrat montiert sind, wird 
eine optische Einrichtung 9 nach FIG 14 angeordnet 
Die optische Einrichtung 9 von FIG 14 besitzt sich auf- 
weltende Off niingen 1 4 zur Darstellung von 7-Segment- 40 
Anzeigen 24. AuBerdem besitzt die optische Einrich- 
tung 9 von FIG 14 zwei Leuchtf lichen 19. SchlieBlich 
besitzt die optische Einrichtung 9 von Fig 14 noch Off- 
nungen 26 zur Befestigung auf den Zapfen 22 der 
Grundkfirper 1 von FIG 13. 45 
[0047] Ein Opto-Bauelement nach der Erfindung 
ermOglicht eine Vielfalt von optischen Einrichtungen 9 
bei Verwendung von nur wenigen AusfOhrungsfbrmen 
des GrundkOrpers 1 . 

[0048] FIG 15 bis 17 zeigen verschiedene Gestal- so 
tungen von 7-Segment-Anzeigen je nach Anwendungs- 
wunsch. Obwohl die Anzeigen nach den FIG 15 bis 17 
verschiedene Gestaltungen aufweisen. kOnnen sie mit 
Hilfe eines einzigen GrundkOrpers 1 gemSB FIG 13 ver- 
wirWIcht werden. Die Vertiefungen 5 im GrundkOrper 1 55 
nach FIG 13 sind nur so weit aufgeweitet daB durch 
zusatzliche Aufweitungen 14 in den optischen Einrich- 
tungen 9 nach Fig 1 5 bis 17 unterschiiedliche Anzeigen- 



Formen erzielt werden kOnnen. 

[0049] FIG 18 und 19 zeigen optische Einrichtun- 
gen 9 mit untaschiedlich angeordneten Lichtbalten. 
[0050] Die FIG 20 bis 23 zeigen einen Grundkdrper 
1 , auf dem sowohl eine optische Einrichtung 9 nach Fig 
1 8 als auch eine optische Einrichtung 9 nach FIG 1 9 mit 
unterschiedlich geformten Lichtbalken aufgebracht wer- 
den kann. Die optischen Einrichtungen 9 besitzen dabei 
Zapfen 28, die in Bohrungen 3 des GrundkOrpers 1 ein- 
gesteckl werden. Im GrundkOrper 1 sind optische Sen- 
der 8 in Vertiefungen (Reflektoren) 5 angeordnet Diese 
Reflektoren 5 sind so gestaltet. daB optische Einrich- 
tungen 9 mit unterschiedlichen Uchl6ffnungen 14 auf- 
gesetzt werden konnen. Zur gleichmaBigen 
Ausleuchtung der Lichtbalken wird noch eine Streu- 
scheibe (Diffusor) 27 auf die optische Einrichtung 9 auf- 
gebracht 

[0051] FIG 20 zeigt einen Grundkfirper 1. bei dem 
die Enden der elektrischen Anschlusse 7 vom Grund- 
kfirper weg zeigen. FIG 22 zeigt einen GrundkOrper 1. 
bei dem die Enden der elektrischen AnschlOsse 7 nach 
unten zum.GrundkOrper hin get)ogen sind. 
[0052] In den FIG 20 und 22 sind die Rander 29 der 
Vertiefungen 5 hochgezogen. Diese Render 29 werden 
in Vertiefungen 30 der optischen Einrichtung 9 elnge- 
paBt. Die hochgezogenen Rander 29 verhindern ein 
Obersprechen bei verschiedenen Sendern und/oder 
verbessern das Nute-StOr-Signal-Verhaitnis. wenn 
Empfanger in Vertiefungen 5 angeordnet sind. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen eines oberflachenmon- 
tierbaren Opto-Bauelements, bei dem ein pptischer 
Sender und/oder Empfanger (8) auf einen Leiter- 
rahmen mit elektrischen Anschfussen (6,7) aufge- 
bracht wind, bei dem vor oder nach dem Aulbringen 
des optischen Senders und/oder Empfangers (8) 
der Leiterrahmen mit Kunststoff umspritzt wird, der- 
art, dass ein GrundkOrper (1) mit einer Vertiefung 
(5) erzeugt wird, in der der optische Sender 
und/oder Empfanger (8) angeordnet ist und die als 
Ref lektor ausgebildet ist, und bei dem nachfdgend 
die Vertiefung (5) im GrundkOrper (1) mit Giesshanj 
ausgegossen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem diejenige 
Oberfiache des GrundkGrpers (1), die von demjehi- 
gen Anschluss (7), auf dem der optische Sendor 
und/oder Empfanger (8) aufgebracht wi»d, abgts- 
wandt ist. im wesenttichen plan ausgebildet wird. 

.3. Verfahren nach Anspnjch 1 oder 2, bei dem der 
GrundkOrper (1) aus einem reflektierenden Kunst- 
stoff hergestellt ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3. bei 
dem als Reflektor ein mit einer Prdgung versehener 
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Metalitrager wrgesehen ist 

Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, bei 
dem die elektrischen AnschlQsse (6. 7) derart aus- 
gebiWet werden, dass sie in dem Bereich, in dem s 
sie aus dem Grundkflrper (1) herausragen, so 
gebogerr sind. dass sie vom GrundkOrper (1) weg- 
schauen. 

Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, bei io 
dem die elektrischen AnschlQsse (6; 7) demrt aus- 
gebiMet werden, dass sfe in dem Bereich, in dem 
sie aus dem GrundkOrper (1) herausragen, so 
gebogen sind, dass sie nach unten zur Mitte des 
GrundkOrpers (1) hin gebogen sind. is 
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